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(54) Bezeichnung: Mehrschichtiges Bausystem

(57) Zusammenfassung: Das mehrschichtige Bausystem 5
sichert ein schnelles Erheben von hochfestigen und ener- 2
giesparenden Bauwerken wegen Kompositmodulen (2)

und (3), die mit der Gertstkonstruktion (1) monolitisch ver- 2
bunden sind.

Ein Kompositbaumodul besteht aus zwei Auflenbau-
schichten (10) mit zweiseitigem (11) und (12) Scheitelfla- 1
cherelief (13) und einer strukturierten oder unstrukturierten
Isolierschicht (9). Die strukturierte Isolierschicht (9) hat ein
Waben- (17) oder Z-Sickgefiige (18). Zwischen den Tra-
gerstutzen (1) sind Kompositmodule senkrecht und in- und
aulRenseitig der Stutzen (1) waagerecht eingestellt und
unter sich und den Trager mit klebendem schaumbilden-

dem Mortel (6) und durchlaufenden Stiftverbindern (4) ver- 4
bunden. 6
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung gehért zum Bauwesen und
kann zur Anwendung kommen, wenn es notig ist,
hochfeste und energiesparende Gebaude und Bau-
werke schnell zu errichten.

[0002] Es sind mehrere konstruktive Lésungsvari-
ante bekannt, darunter auch mit Einsatz von mehr-
schiftigen Baumodulen. Es kénnen die folgenden Pa-
tenten als ahnliche und vergleichende technische L6-
sung betrachtet werden: 1 — JP 2003176587, 2003; 2
— US 4186536, 1980; 3 - US 6151857, 2000; 4 — US
3984957, 1976; 5 — WO 2008/024014; 6 — GB
2147028, 1984; 7 - WO 93/09308; 8 - WO
2006/061220 A1; 9 — EP 0808059 B1; 10 — JP
07286386 A; 11 — JP 2000017888 A; 12 — JP
1036656 A; 13 — EP 0957325 A1. In den Patenten 2,
5, zum Beispiel, sind Verbindungselementen zum
Mangel, weil sie den Modulwarmeschutz wesentlich
herabsetzen.

[0003] Ein allgemeine und wesentliche Nachteil die-
ser Lésungen ist das Fehlen des Komplexes von ho-
hen Warmeschutzfahigkeiten und festem Bautrager,
verbunden zum Sichern der hohen Endfestigkeit des
Aufbaus in eine einheitliche Monolithkonstruktion.

[0004] Die genannten Mangel werden in der grund-
satzlich neuen konstruktiven Loésung, MEHR-
SCHICHTIGEM BAUSYSTEM, behoben.

[0005] Es ist zum Grundelement des MEHR-
SCHICHTIGEN BAUSYSTEMS eine Gerustkon-
struktion aus Schichtholz, Metallprofil oder armierten
Polymer. Kompositmodule werden stehend zwischen
Tragewerkstlitzen eingestellt, wahrend Zwischenrau-
me unter Stitzen und Kompositmodule mit selbst-
spannendem Abdichtungsmittel, zum Beispiel, PU
Schaum oder Analogon, gefiillt werden. Inseitig und
ausserlich des Tragewerkes werden Kompositmodu-
le waagerecht schachartig eingestellt und mit senk-
recht eingestellten Modulen und Tragewerk durch
klebenden schaumbildenden Mortel festgemacht.
Mechanische Befestigung mit dem Tragewerk wird
durch durchsteckende Metallstiftverbinder, und zu-
satzlich durch Verankerungsschrauben, ausgefihrt.

[0006] Infolge der Befestigung von Flachen der
senk- und waagerechten Modulen untereinander und
mit dem Tragewerk wird eine ausschlieRlich hohe
Steifigkeit und Einheitlichkeit der ganzen Konstrukti-
on gewahrleistet.

[0007] Bei monolithischem Betonbau wird es in er-
weiterte Zwischenrdume von waage- und senkrech-
ten Modulen Schaumbetonmischung vergossen. Die
erzeugt eine Betonkernunterlage, dabei werden ihre
hohe Widerstandskraft und Eingriffschitz gewahr-
leistet.

2/9

2010.04.15

[0008] Ein Kompositbaumodul als untrennbarer
Systemteil bildet eine dreischichtige Rechteckstruk-
tur — zwei Auflenbauschichten und dazwischenlie-
gende lIsolierschicht. Zwei Aufienbauschichten ha-
ben ein zweiseitiges unstrukturiertes tiefes Relief
oder ein strukturiertes Scheitelrelief der Flache und
wird angefertigt aus der Mischung von organischer
oder unorganischer Verstarkungsgrundmasse und
unorganischem Verbindungsmittel (zum Beispiel,
Portlandzement oder Magnesit) oder Schaumkera-
mik. Scheitelrelief an der Innen- und Auf3enflache der
Bauschicht werden angefertigt als trapezartige, sich
innengerichtet erweiterte Langsrillen, schwalben-
schwanzférmig, oder als vier- oder sechseckige sich
innengerichtet erweiterte trapezartige Vertiefungen,
die an der Flache Armierwabenstruktur aufbauen.
Eine andere mdgliche Ausristung von Bauschichten
wird angefertigt als ein Armiergitter, das teilweise au-
Rerhalb der Isolierschichtsflache aushangt.

[0009] Das innere Isolationsschicht ist durch Vergie-
Ren gebildet, oder mit Anstellen durch Verkleben ei-
nes strukturierten oder unstrukturierten wabenartigen
Fullmittels zwischen zwei Bauschichten. Zum Unter-
schied des strukturierten Filimittels wird Kanalverfor-
mung quer oder langsseits der Modulflache beim Bil-
dung des Wabengefiliges, dabei ist das Verhaltnis der
Isolier- und Bauschichtstarke mehr als 1.

[0010] Eine feste und kontinuirliche Verbindung mit
dem lIsolierschicht wird gewahrleistet durch Tiefrelief
von Bauschichtflachen beim Mineralisieren oder Ver-
kleben.

[0011] Dank dieser Losung hat das Kompositmodul
eine ausschlieBlich hohe Gestaltfestigkeit und halt
dabei erforderliche Warme- und Schallisoliereigen-
schaften.

[0012] Eine andere Ausfuhrungsvariante ist Bildung
des Waben- oder Z-Sickgefliges im Bauschicht beim
Eingul’ oder Auspressen und seine weitere Verbin-
dung mit einem anderen Bauschicht in einheitlichem
Fertigungsvorgang. Durch hohe mechaniche Festig-
keit und Leichtigkeit kbnnen Kompositmodule mit In-
nenwabengefige als Boden- und Deckenbelag,
Dachtrager und absetzbare innere Trennwand be-
nutzt werden. Zur Aufstellungsfreundlichkeit und Be-
seitigung von Warmeverlusten kénnen Kompositmo-
dule Stirnrander enthalten.

[0013] Die Erfindung ist mit den folgenden Zeich-
nungen illustriert:

[0014] Fig. 1 — Leitbild von Moduleneinbau in Ge-
rustkonstruktion

[0015] Fig. 2 — Stiftverbinder

[0016] FEig. 3 — Variante der Modullésung
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[0017] Fig. 3A - Scheitelrelief der Bauschichtflache
[0018] Fig. 4 — Variante der Modullésung

[0019] Fig. 4A — Scheitelrelief der Bauschichtflache
[0020] Fig. 5 — Wabengeflige der Isolierschicht

[0021] Fig. 6 — Z-Sickgefiige des Isolierschichtreli-
efs

Ausfihrungsbeispiele

[0022] MEHRSCHICHTIGES BAUSYSTEM enthalt,
laut der Fig. 1, Stitzen (1) der Geriustkonstruktion,
senk- (2) und waagerechte (3) Kompositmodule,
Stiftverbinder (4), selbstspannendes Abdichtungsmit-
tel (5) und klebenden schaumbildenden Mortel (6).
Der Stiftverbinder, laut der Fig. 2, besteht aus Poly-
merscheiben (7) und Metallstift (8), der beiderseitig
Gewindeverbindung hat.

[0023] Ein Kompositbaumodul, laut der Fig. 3, be-
steht aus 2 Bauschichten (10) und einer Isolierschicht
(9). AuRere (11) und innere (12) Seiten von Bau-
schichten (10), laut der Fig. 3A, behalten strukturier-
tes Scheitelrelief der Flache in Form von trapezarti-
gen Langsrillen (13). Laut den Eig. 4 und Eig. 4A, au-
Rere (14) und innere (15) Seiten von Bauschichten
(10) behalten strukturiertes Scheitelrelief der Flache
in Form von viereckigen trapezartigen (16) Vertiefun-
gen.

[0024] Laut der Fig. 5, besteht ein Kompositbaumo-
dul aus zwei Bauschichten (10) und einer strukturier-
ten Isolierschicht mit Wabengeflige (17), und laut der
Fig. 6, hat eine strukturierte Isolierschicht eine
Z-Sickgeflige-Form (18).
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schlieSlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandfeil der deut-
schen Pafent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung.
Das DPMA dbernimmt keinerlei Hafiung fir etwaige
Fehler oder Auslassungen.
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Patentanspriiche

1. Ein mehrschichtiges Bausystem, bestehend
aus dem Gerust und Modulen, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} die Kompositmodule (2) zwischen die
Gerustbaustitzen (1) aufrecht eingestellt sind, zwi-
schen sie und Baukonstruktionsstitzen (1) ist ver-
dichtender schaumbildender Mortel (5) vergossen,
und an inneren und &ufleren Seiten von Gerist-
baustitzen (1) sind Kompositmodule waagerecht (3)
schachartig eingestellt und unter sich und Gerust mit
klebendem schaumbildenden Mértel (6) und durch-
laufenden Stiftverbindern (4) verbunden.

2. Das mehrschichtige Bausystem, nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal® es in erwei-
terte Zwischenraume unter waage- und senkrechten
Modulen eine Schaumbetonmischung vergossen ist.

3. Das mehrschichtige Bausystem, nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dall Komposit-
module aus einer Isolierschicht (9) und zwei Bau-
schichten (10) bestehen, und das Verhaltnis der Iso-
lier- und Bauschichtdicke mehr als 1 ist.

4. Das mehrschichtige Bausystem, nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dall Komposit-
module aus einer Isolierschicht (9) und einer Bau-
schicht (10) bestehen, und das Verhaltnis der Isolier-
(1) und Bau (2) Schichtdicke mehr als 1 ist.

5. Das mehrschichtige Bausystem, nach Anspri-
che 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dals Komposit-
module aus zwei Bauschichten (10) bestehen, die
aus der Mischung von Armiertrager und Bindemittel
ausgefertigt sind, und aufere (11) und innere (12)
Seiten von Bauschichten (10) ein strukturiertes, aus
langslaufenden trapezartigen Vertiefungen (13) be-
stehendes Relief haben.

6. Das mehrschichtige Bausystem, nach Anspri-
che 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dal auliere
(14) und innere (15) Seiten von Bauschichten (10) ein
strukturiertes Relief haben, das aus sich nach innen
erweiterten vier- oder sechseckigen trapezartigen
Vertiefungen (16) besteht.

7. Das mehrschichtige Bausystem, nach Anspri-
che 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dal Aul3en-
und Innenseiten von Bauschichten (10) von Kompo-
sitmodulen ein tiefes unstrukturiertes Relief enthal-
ten.

8. Das mehrschichtige Bausystem, nach Anspri-
che 3 und 4, unterscheidet sich dadurch, da® Kompo-
sitmodule aus zwei Bauschichten (10) bestehen, die
aus Schaumkeramik angefertigt sind.

9. Das mehrschichtige Bausystem, nach Anspri-
che 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dal} die bei-
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den Bauschichten (10) der Kompositmodule als ein
Armiergitter, das teilweise auferhalb der Isolier-
schichtsflache (9) aushangt, angefertigt sind.

10. Das mehrschichtige Bausystem, nach An-
spriche 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daf} Iso-
lierschicht (9) von Kompositmodulen durch Vergie-
Ren mit strukturiertem oder unstrukturiertem waben-
artigem Warmeschutzfillmittel unter zwei Bauschich-
ten (2) entsteht.

11. Das mehrschichtige Bausystem, nach An-
spriche 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daf} Iso-
lierschicht (9) von Kompositmodulen durch Einstellen
und Verkleben des strukturierten oder unstrukturier-
ten wabenartigen Warmeschutzfillmittels unter zwei
Bauschichten (10) entsteht.

12. Das mehrschichtige Bausystem, nach An-
spriche 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dal} struk-
turierte Isolierschicht (9) von Kompositmodulen ein
Wabengeflige hat (17).

13. Das mehrschichtige Bausystem, nach An-
spriche 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dal} struk-
turierte Isolierschicht (9) von Kompositmodulen ein
Z-Sickgeflige hat (18).

14. Das mehrschichtige Bausystem, nach An-
spriche 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dal} struk-
turierte Isolierschicht von Kompositmodulen sich in
der Bauschicht gebildet wegen des Aufpressens in
Pref3form des Waben- (7) oder Z-Sickgefliges (18).

15. Das mehrschichtige Bausystem, nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, da Kanale von
strukturierter Isolierschicht (9) langs der Modulflache
liegen.

16. Das mehrschichtige Bausystem, nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, da Kanale von
strukturierter Isolierschicht (9) quer der Modulflache
liegen.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Fig.3
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